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B Aus den Instituten

Schnelles Internet UGber den
Wolken

Schnelles Internet im Flugzeug — davon trau-
men Fluggesellschaften ebenso wie Reisende.
Bisher scheiterte es an der zu geringen Leis-
tungsfahigkeit der Datenverbindungen zwi-
schen Flugzeug und Boden. Lésung in Sicht:
Zwischen Flugzeug und Bodenstation kénnen
inzwischen Signale mit einer Ubertragungs-
rate von 8 Gb/s Ubermittelt werden.
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Prof. Patrick Bressler folgte am

1. Juli Dr. Joachim Pelka als Leiter
der Berliner Geschaftsstelle nach.
Im Interview sprachen die beiden
Uber die Anfange des Fraunhofer-
Verbunds Mikroelektronik sowie
zukinftige Herausforderungen
und Aufgaben. Seite 4
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B Aus den Instituten

Armband fur die individuelle
Demenztherapie

Allein in Deutschland leiden fast 1,6 Mio
Patienten an Demenz. Die fur eine fachge-
rechte Betreuung unerlasslichen Gesund-
heits- und Pflegeparameter werden bisher
oft nicht schnell und strukturiert genug er-
fasst. Daher arbeitet das Fraunhofer IZM
mit Partnern an einem Armband, das diese
Daten automatisch misst und verarbeitet.
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B Kurz berichtet

Rasenroboter: Mehr Sicherheit
fur Kinder
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B Kurz berichtet

Keramik-Einbettung fur Leis-
tungselektronik der Zukunft
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Die Forschungstfabrik Mikroelektronik
Deutschland ladt Sie im September
zum 1. FMD Innovation Day nach
Berlin ein.
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Sensorsystem fir die Abwasser(iber-
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Intelligentes Glas schitzt vor
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... hat Dr. Ramona Ecke vom
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Veranstaltungskalender
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Datum Veranstaltung / WWW Ort Beteiligte
Institute

16.09. - 21.09. 22nd |nternational Conference on lon Implantation Technology (IIT 2018)  Wiirzburg  1ISB
www.iit2018.0rg

19.09. - 21.09. European MEMS Sensor Summit Grenoble, IPMS
www.semi.org/eu/mems-and-sensors-2018-home-page Frankreich
ECOC 2018 Rom, HHI
www.ecoc2018.org [talien

23.09. - 28.09. European Microwave Week 2018 Rom, FHR, IAF
www.eumweek.com [talien
FMD Innovation Day Berlin Verbundinstitute
www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de/iday als FMD

01.10. - 05.10. IAC 2018 Bremen FHR

www.iac2018.org

MBE Workshop 2018 Freiburg IAF
www.mbe2018.de

17.10. - 18.10. 11. Fraunhofer Vision Technologietag Jena IS

www.iis.fraunhofer.de/de/muv/2018/vision-technologietag.html

Photonik-Tage Berlin-Brandenburg Berlin IPMS
www.adlershof.de/termin/event/17-10-2018-photonik-tage-berlin-brandenburg

06.11. - 08.11. Vision 2018 Stuttgart HHI, 1S, IMS
www.messe-stuttgart.de/vision

Compamed Dusseldorf  Verbundinstitute
www.compamed.de

13.11. - 14.11. VDE Tec Summit 2018 Berlin FMD
https:/tecsummit.vde.com

Semicon Europa 2018 Minchen  FMD
WWW.Semiconeuropa.org

13.11. - 16.11. electronica Munchen  Verbundinstitute
www.electronica.de und FMD

Technologiekompass 2018 Ndrnberg IS
www.iis.fraunhofer.de/de/muv/2018/technologiekompass.html

27.11. Symposium — Gegenwart und Zukunft des Electronic Packaging Berlin [ZM
www.izm.fraunhofer.de/de/news_events/events/gegenwart-und-zukunft-des-
electronic-packaging.html

27.11. - 29.11. SPS IPC Drives Nurnberg IS, IMS
www.mesago.de/de/SPS/home.htm?ovs_tnid=0

Trotz sorgfaltiger Priifung kann keine Gewahr fiir die Richtigkeit der Angaben ibernommen werden.
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Treffen Sie unsere Experten beim
1. FMD Innovation Day

Am 27. und 28. September laden wir Sie
zum 1. Innovation Day der Forschungsfabrik
Mikroelektronik Deutschland mit dem fach-
lichen Schwerpunkt »Smart Microsystems«
nach Berlin ein. Die FMD ist der gréBte
standortibergreifende F&E-Zusammen-
schluss im Bereich Mikroelektronik in Europa
und eine Forschungskooperation des
Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik mit
den Leibniz-Instituten FBH und IHP.

Tag 1: Symposium und Ausstellung

Schwerpunkt des ersten Tages sind drei
Keynote-Sessions, die die Bereiche autarke
Mikrosysteme, LiDAR und Industrie 4.0
ndher thematisieren. Zusatzlich stehen lhnen
unsere Experten zwischen den einzelnen
Vortrags-Sessions fiir Fachgesprache zur
Verfligung und erlautern die technologi-
schen Méglichkeiten.

Autarke Mikrosysteme: Damit loT-Gerate
auch unabhdngig von ortsgebundener
Infrastruktur funktionieren, bestehen groBe
Anforderungen wie ein extrem niedriger
Energieverbrauch, eine langlebige Energie-
versorgung sowie effiziente drahtlose Kom-
munikation.

Umfeldsensorik mit LIDAR: Bei autonomen
Fahrzeugen und anderen mobilen Systemen
besteht ein immenser Bedarf an leistungsfa-
higer Umgebungssensorik. Einen ersten Ein-
blick in die Expertise der FMD im Bereich
LIDAR finden Sie im untenstehenden Artikel.

Smarte Sensorik in der Industrie: Smarte
Sensoren und MEMS sind wichtige Enabler
fur Innovationen u.a. in der Industrie- und
Prozessautomation. Die FMD stellt entschei-
dende technologische Beitrage und System-
|6sungen in diesem Bereich vor, die eine
groBe Spanne von Anforderungen beziglich
Funktionalitat, rauer Umgebungsbedingun-
gen, Kosten und Entwicklungszeit abdecken.

Tag 2: Er6ffnung der ersten
FMD-Integrationslinie

Stellvertretend fur all unsere Mitgliedsinsti-
tute er6ffnen wir am 28. September mit
Vertretern aus Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft eine erste FMD-Integrationslinie
am Fraunhofer IZM.

Weitere Informationen zum Programm und
zur Anmeldung finden Sie unter:
www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de/iday

LIDAR — ein breites Forschungsangebot
far vielfaltige Anwendungen

LiDAR (Light Detection and Ranging) ist ein
laserbasiertes Verfahren, um Abstéande und
Geschwindigkeiten zu erfassen. Die Systeme
messen die Zeit, die das von einem Laser
ausgesendete Licht bendtigt, um von einem
Objekt reflektiert und mit Hilfe eines Sensors
detektiert zu werden. Die LiDAR-Technolo-
gie nimmt vor allem im Bereich autonome
Mobilitat eine Schlusselrolle ein. Die Mess-
daten bilden beispielsweise die Grundlage
daflr, dass sich ein autonomes Fahrzeug
sicher in seiner Umgebung fortbewegen
kann.

Fur jede einzelne Komponente eines LiDAR-
Systems gibt es innerhalb der Forschungsfa-
brik Mikroelektronik ein vielfaltiges Spektrum
an Forschungs- und Entwicklungsaktivitaten.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler entwickeln die Laserquellen, Sendeoptiken
und Strahlfuhrungseinrichtungen sowie

Empfangsoptiken und Detektoren fort-

laufend weiter. Denn die Anforderungen
an die Systeme steigen — beispielsweise
durch héhere Reichweiten, zunehmenden
Kostendruck und neue Anwendungsfelder.
Forschungsschwerpunkte sind aktuell ge-
pulste Laserdioden im Nanosekunden-
bereich, leistungsfahige Mikrospiegel und
hochsensible Detektorarrays (SPADs, APDs
und SiPMs).

Mit Partnern aus der Industrie wird die
LiDAR-Technologie weiterentwickelt. Das
Forschungs-Know-how kann somit auf die
einzelnen Anwendungen und daraus resul-
tierenden Systemspezifikationen zugeschnit-
ten werden. Wie durch LIDAR-Systeme der
Einsatz von Mé&hrobotern sicherer wird,
erfahren Sie auf Seite 12.



Im Gesprach

Staffelstabwechsel beim Fraunhofer-
Verbund Mikroelektronik

Prof. Patrick Bressler folgte am O1. Juli Dr. Joachim Pelka als Leiter der Ber-
liner Geschaftsstelle nach. Im Interview sprachen die beiden Uber die An-
fange des Verbunds und zukinftige Herausforderungen und Aufgaben.

Dr. Pelka, von Anfang an waren Sie Lei-
ter der Geschéftsstelle des Fraunhofer-
Verbunds Mikroelektronik. In den 22
Jahren hat sich sicher viel verandert?

Dr. Pelka: Angefangen hat alles 1996 als
Assistent des Vorsitzenden — diese ur-
sprungliche Teilzeitarbeit hat sich aber ganz
schnell als Vollzeitaufgabe herausgestellt,
wenn man den Verbundgedanken ernst
nimmt. 1999 konnte der damalige Ver-
bundvorsitzende Prof. Herbert Reichl die
Zentrale von der Einrichtung einer Geschafts-
stelle Uberzeugen. Diese hatte anfanglich
nur koordinative Aufgaben. Inzwischen un-
terstUtzen wir jedoch Vorsitzende und Insti-
tute bei der Entwicklung, Ausformulierung
und Umsetzung gemeinsamer Strategien.

Wie haben Sie die ersten Monate und
Jahre erlebt? Wie hat sich der Verbund
im Laufe der Zeit entwickelt?

Dr. Pelka: Die ersten Monate waren fir
mich sehr herausfordernd. Ich war zwar
schon etliche Jahre bei Fraunhofer, war mir
aber nicht bewusst, wie die unterschiedlichen
Institute mit allen Spezifikationen anzuspre-
chen sind. Um gut vermitteln zu kénnen,
galt es erst einmal, eine solide Vertrauens-
basis zwischen den Verbundinstituten auf-
zubauen. Inzwischen agieren die Institute
als Partner. Das Miteinander nimmt seitdem
einen erheblich gréBeren Raum ein.

Was waren die groBten und spannend-
sten Aufgaben, die Sie beim Verbund
Mikroelektronik hatten?

Dr. Pelka: Das war eindeutig der Strategie-
prozess, der letztlich zum Aufbau der For-
schungsfabrik Mikroelektronik Deutschland
(FMD) gefiihrt hat. Es hat mehrere Anlaufe
gekostet, die Verbundinstitute von einer Ei-
nigung auf eine gemeinsame Strategie zu
Uberzeugen. Durch eine strikte Trennung
zwischen dem operativen Geschéaft der Ins-
titute und langfristiger strategischer Aus-
richtung des Gesamtverbunds wurde es
aber moglich, eine gemeinsame Darstellung
von Kernkompetenzen und erstmalig insti-
tutstibergreifende Roadmaps zu entwickeln.
Diese Ergebnisse wurden als Konzept beim

Roadmapping-Wettbewerb fir Forschungs-
infrastrukturen des BMBF eingereicht. Das
Ministerium zeigte sich Uberzeugt und be-
willigte eine Forderung auBerhalb des Wett-
bewerbs. Der darin enthaltene Fraunhofer-
Anteil von knapp 300 Mio € ist das gréBte
Einzelvorhaben, das fur die Fraunhofer-
Gesellschaft bisher eingeworben werden
konnte.

Welche Projekte haben Sie sich fur die
Zukunft vorgenommen?

Dr. Pelka: Als Senior Advisor geht es in den
nachsten eineinhalb Jahren nahtlos weiter.
Gemeinsam mit den Kollegen von imec und
Leti bereite ich eine europdische Technolo-
gie-Initiative flr die nachste Generation von
Hochleistungsrechnern vor. Bis etwa Mitte
nachsten Jahres mussen die Konzepte erar-
beitet sein. Vielleicht wird daraus eine

FMD 2.0. Das wurde den Erfolg mit der
heutigen FMD noch einmal toppen. Innerhalb
der Fraunhofer-Gesellschaft streben wir
dabei Ubrigens eine enge Zusammenarbeit
mit dem luK-Verbund an, denn die Mikro-
elektronik allein deckt ja nur die Hardware ab.

Prof. Patrick Bressler ist seit dem

1. Juli 2018 der neue Leiter der
Geschéftsstelle des Verbunds
Mikroelektronik. © Patrick Bressler
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10178 Berlin
www.mikroelektronik.fraunhofer.de




22 Jahre erfolgreiche Arbeit fir die
Mikroelektronik bei Fraunhofer:

Dr. Joachim Pelka.
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Kurz gefasst, was wirden Sie Prof.
Bressler mit auf den Weg geben?

Dr. Pelka: Patrick, als nachstes ist die euro-
paische Dimension dran. Das wird Deine
Aufgabe sein. Wir miussen unsere Euro-
paaktivitaten weiterhin aus- und Vertrauen
zwischen den Akteuren aufbauen.

Prof. Bressler, wie ist es dazu gekom-
men, dass Sie Physik studiert haben und
wirden Sie heute die gleiche Hoch-
schulkarriere einschlagen?

Prof. Bressler: Im Nachhinein setzen sich
Einzelereignisse und Zufélle zu einem Mosaik-
bild zusammen, das man vorher nicht kennt,
aber spater als Karriere beschreibt. Ein
wichtiger und zugleich unwahrscheinlicher
Zufall war, dass ich einen hervorragenden
Physik-Lehrer hatte. Er verstand es, meine
Neugierde fur die Begriffsmodelle der Phy-
sik zu wecken. Heute wurde ich auch wie-
der eine Naturwissenschaft studieren — wel-
che, das kdme wieder auf die Zufélle an.

Erzdhlen Sie von lhren beruflichen
Stationen.

Prof. Bressler: Vor dem Studium habe ich
ein halbes Jahr in einer Schlosserei gearbei-
tet und Metallarbeiten gelernt. Das waren
erste Fabrikerfahrungen, teilweise im Akkord.

Im Physikstudium in Aachen habe ich ne-
benbei als Werkstudent in einem For-
schungslabor Glasfaser charakterisiert und
Aufdampfanlagen betrieben. An der TU

Berlin promovierte ich mit einer Arbeit zu
Oberflachenphysik und magnetischen Halb-
leitern. AnschlieBend war ich Uber zehn
Jahre Wissenschaftler am Berliner Elektronen-
speicherring (BESSY). Als englischer Mutter-
sprachler wurde ich zunehmend gebeten,
EU-Forschungsantrage durchzuschauen, und
in kUrzester Zeit war ich ein gefragter Spezia-
list unter den Antragsstellern.

Spater bei der European Science Foundation
konnte ich als Head of Unit fir Physikali-
sche und Ingenieurswissenschaften selber
Antrage sichten, bewerten und neue Pro-
gramme mit auf dem Weg bringen — also
Forschungsmanagement betreiben.

Im Fraunhofer-Burro Brissel ging es ver-
mehrt um Networking, Koordination und
um Lobbyarbeit im EU-Parlament fur For-
schung und Entwicklung. Als Executive Vice
President von Fraunhofer USA arbeitete ich
am US-Geschéaftsmodell, handelte neue
Vertrdge aus und baute in Abstimmung mit
der Zentrale in Munchen die Zusammenar-
beit zwischen Fraunhofer USA und den
Mutter-Instituten aus. Dabei habe ich
standig dazugelernt. Es sind immer neue
Fachgebiete, neue Kompetenzen und brei-
tere Themenfelder hinzugekommen.

Jetzt bin ich hier — in der Geschéftsstelle —
in einer tollen Zeit des Aufbruchs und der
Neuerfindung in der Forschung in der
Mikroelektronik. Und es ist auch immer
eine Herausforderung, einen sehr erfolg-
reichen Geschaftsstellenleiter zu beerben.
Daher freue ich mich sehr, dass wir beide
hier eineinhalb Jahre Uberlapp und Konti-
nuitdt haben werden.

Wo mochten Sie besondere Akzente
setzen?

Prof. Bressler: Wie Achim mir auf den
Weg mitgibt, werden besondere Akzente
beim Ausbau der europdischen und inter-
nationalen Aktivitdten zu setzen sein. Durch
meine Erfahrungen aus Brussel weiB ich,
wie wichtig Netzwerkaufbau und Netz-
werkpflege sind. Ein weiteres Ziel ist es, die
Strategieentwicklung fur den Verbund als
Gesamtheit und die Integration mit der
FMD voranzubringen. Hier gilt es, ein koha-
rentes Zukunftsbild und Operationsmodell
zu schaffen. Da kommen Verbund-, PR-
und Kommunikationsaufgaben, aber

auch Studien und Marktanalysen auf die
Geschéaftsstelle zu.

Vielen Dank fur das Gesprach!

Das Interview fihrte Frida Depperschmidt.



Aus den Instituten

Schnelles Internet GUber den Wolken

Schnelles Internet im Flugzeug — davon traumen Fluggesellschaften
ebenso wie Reisende. Bisher scheiterte es an der zu geringen Leistungs-
fahigkeit der Datenverbindungen zwischen Flugzeug und Boden. Lsung
in Sicht: Inzwischen kénnen zwischen einem Flugzeug und einer Boden-
station Signale mit einer Ubertragungsrate von 8 Gb/s Ubermittelt werden.

Um diese hohe Datenrate zu erreichen,
nutzen die Forscherinnen und Forscher erst-
mals den Radiofrequenzbereich zwischen
71 und 76 GHz fur eine Luft-zu-Boden-
Funkverbindung: In diesem Bereich sind
groBe Bandbreiten zur Erzielung von Multi-
Gigabit Datenraten verfligbar.

Mit dieser Technik konnte zukunftig Breit-
bandinternet und Video-on-Demand in Pas-
sagierflugzeugen zur Verfiigung gestellt
werden. Hochauflésende Videos lassen sich
von einem Flugzeug, einem Erderkundungs-
satelliten oder einer Drohne kontinuierlich
und unkomprimiert zum Boden Ubertragen.
Die erzielte Datenrate erméglicht beispiels-
weise die gleichzeitige Ubertragung von bis
zu 600 unterschiedlichen »4k«-Videostreams
(ca. 16 Mbit/s). Weltumspannende Satelliten-
netzwerke, die mittels dieser Technik naht-
los in terrestrische Glasfaser- und Funknetz-
werke eingebunden werden, kénnen global
verfligbares Breitbandinternet bereitstellen
und die datenintensiven Dienste im Internet
der Dinge sicherstellen.

Das Experiment gelang im Rahmen des For-
schungsprojektes »ELIPSE«. Ein Flugzeug
wurde dabei mit einem leistungsfahigen
Sender im sogenannten E-Band ausgestattet
und kreiste in einer Flughthe von 1 000 m
im Radius von 5 — 12 km um die Empfangs-
station. Eine eigens entwickelte Antennen-
nachfiihrung am Boden stellte sicher, dass
die relativ stark gerichteten Antennenkeu-
len des Senders und des Empfangers immer
aufeinander ausgerichtet blieben.

An der Entwicklung des hochlinearen
Sendekanals und des ultra-rauscharmen
Empfangers waren Forschende aus dem
Fraunhofer-Institut fur Angewandte Fest-
korperphysik IAF beteiligt. Durch spezielle
GaN-Sendeverstarker mit Ausgangsleis-
tungen von bis zu 2 W und rauscharme
Empfangsverstarker mit HF-Rauschzahlen
von weniger als 2 dB kann die Datenrate
wesentlich erhdht werden.

E-Band-Sender am Fligel des Experimentalflugzeugs. Eine kleine Parabolantenne sorgt fir die
korrekte Ausrichtung auf die Bodenstation. © Fraunhofer FHR / Wolfgang Mies

Padiomeiet Prysies
| P Rante & Scar Company

Leistungsstarke Hochfrequenzschal-
tungen basierend auf innovativen
Ill/V-Halbleitertechnologien kénnen
die Datenrate zukUnftiger Funkstre-
cken wesentlich erhohen.

© Fraunhofer IAF

Wer ist dabei:

Universitat Stuttgart e Karlsruher Insti-
tut fiir Technologie (KIT) e Radiometer
Physics GmbH e Fraunhofer-Institut
flir Angewandte Festkorperphy-
sik IAF e Fraunhofer-Institut fiir Hoch-
frequenzphysik und Radartechnik FHR

Forderer:

Deutsches Zentrum fir Luft- und
Raumfahrt e Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Energie

M Kontakt:
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Telefon +49 761 5159-282
anne-julie.maurer@iaf.fraunhofer.de
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79108 Freiburg
www.iaf.fraunhofer.de

Prof. Ingmar Kallfass

Telefon +49 711 685 68747
ingmar.kallfass@ilh.uni-stuttgart.de
Universitat Stuttgart

Institut fiir Robuste Leistungshalbleiter-
systeme (ILH)

KeplerstraBe 7

70174 Stuttgart
www.ilh.uni-stuttgart.de



Testfluggerat. © Fraunhofer HHI
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Einsteinufer 37

10587 Berlin
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Aus den Instituten

Steuerung via Sprachkanal

Multikopter, auch als Drohnen bezeichnet, bieten vielversprechende
Losungen. So kann beispielsweise der Lieferverkehr von der Stral3e in die
Luft verlegt werden. Das spart fossilen Brennstoff und senkt den CO,-
Ausstol3. Bei der Brandbekampfung und in Gefahrengebieten erkunden
Drohnen kritische Einsatzorte. Die Voraussetzung dafur ist eine zuverlas-
sige Kommunikation zur Steuerung und Ortung. Bisher geschieht das oft
direkt per Funk; jedoch mit begrenzter Reichweite. Die Steuerung Uber
Mobilfunkdatenkanadle ist eine weitere Moglichkeit; Verbindungsabbriche
und Uberlastung stellen jedoch hohe Risiken dar.

Die Sprachkanale des Mobilfunknetzes
als Lésung

Experten vom Fraunhofer-Institut fir Nach-
richtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI
haben eine stabile und glnstige Lésung
entwickelt, die reichweitenunabhdngig und
sofort umsetzbar ist: Die Steuerung Uber
die Sprachkanéle des Mobilfunknetzes.
»Vorteil ist, dass Sprachkanale — im Gegen-
satz zu Datenverbindungen — nahezu tber-
all verfigbar und dufBerst zuverlassig sind«,
erklart Tom Piechotta vom Fraunhofer HHI.

Weltweit erreichbar

Zur Steuerung werden einerseits Befehle an
den Flugroboter Ubermittelt, andererseits
mussen Informationen wie Position, Hohe
oder Akkuzustand an den Controller am
Boden gesendet werden. »Wir wandeln die
Befehle in Audiosignale um — ahnlich wie
friher bei Modems« erklart Piechotta. Da

die Ubertragung tiber das normale Mobil-
funknetz lauft, ist eine Verbindung zur
Drohne an nahezu jedem Punkt der Erde
maoglich.

Zukunftssichere Steuerung in Echtzeit

Doch wie funktioniert die Steuerung, wenn
sich das Fluggerat auBer Sichtweite befin-
det — vielleicht sogar am anderen Ende der
Welt? Visualisiert wird der Standort dann
zum Beispiel Uber Online-Kartendienste wie
Google Maps. Position und Hohe des Flug-
gerats werden in Echtzeit Ubertragen und
auf der Karte angezeigt. Zusatzlich kénnen
die Drohnen mit eigenen Sensoren ausge-
stattet werden, um spontan auftretende
Hindernisse, beispielsweise Vogel, Hub-
schrauber oder Krane, zu erkennen und

zu umfliegen.

»Funkldchern begegnen wir mit unserem
System extrem selten. Sollte ein Netz aus-
fallen, weicht die Verbindung auf einen an-
deren Mobilfunkstandard aus und sollte die
Verbindung doch einmal abbrechen, ruft
die Drohne innerhalb kirzester Zeit auto-
matisch zurlick«, erklart Piechotta. »Die
Technologie gilt als zukunftssicher: Mobil-
funkstandards kommen und gehen — fur
Sprachkanale gilt dies nicht. Das Mobilfunk-
netz wird immer Sprachkanale zur Verfu-
gung stellen, und solange dies der Fall ist,
bietet das System eine zuverldssige und
kostenginstige Alternative zu konventio-
nellen Datenverbindungen«. Kurzum: Die
Flugroboter sind an jedem Ort und zu jeder
Zeit erreichbar.

Robuste Steuerung in Echtzeit: Dank der Kom-
munikation uber herkémmliche Sprachkanéle ist
die Technologie sofort einsetzbar.

© Fraunhofer HHI



Aus den Instituten

Wegbereiter fir besonders widerstands-
fahige Fahrzeugelektronik

Im Forschungsprojekt »RESIST« entwickelten die Forschungspartner in den
letzten drei Jahren resiliente Elektroniksysteme fur den Fahrzeugbereich.

Elektronische Systeme in Autos und Flug-
zeugen werden immer anspruchsvoller und
komplexer: Sie ibernehmen neue Funktio-
nen auf minimalem Raum, werden kleiner
und leichter. Dadurch erhéht sich einerseits
die Leistungsfahigkeit der Komponenten
und der Energieverbrauch sinkt. Auf der
anderen Seite ergibt sich aber auch eine
groBere Sensibilitat und Anfalligkeit der
elektronischen Komponenten gegentiber
duBeren Belastungen.

Frihwarnsystem zur Erfallung hochster
Anforderungen an Elektronik

Deshalb wurden im Projekt neue Entwurfs-
methoden und Chiparchitekturen fir sicher-
heitskritische Elektronik erarbeitet, die ein
Frihwarnsystem zur Erfassung ihres »Ge-
sundheitszustandes« ermdglichen. Damit
kénnen Fehler vor einem Ausfall detektiert
und korrigiert werden.

Methoden und Chiparchitekturen zur
Realisierung eines Null-Fehler-Ziels

Ziel ist es, die Lebensdauer und Ausfallsi-
cherheit elektronischer Baugruppen in kinf-

tigen Automobil- und Luftfahrtanwendun-
gen von heute 10 bis 15 auf zukinftig

25 bis 35 Jahre zu erhéhen. Dazu wurden
neuartige Chipbauteile sowie Ansatze erar-
beitet, die schon wahrend der Designphase
eines Mikrochips oder eines Systems eine
Prognose des Verhaltens im spateren Be-
trieb erlauben. Damit wird erreicht, dass
Bauteile betriebsbedingte Belastungen im
Fahrzeug besser tolerieren als bislang und
so deutlich langer ausfallsicher funktionie-
ren. Getestet wurden die Ergebnisse an ver-
schiedenen Demonstratoren. Entstanden ist
unter anderem ein ausfallsicherer Gleich-
spannungswandler, der auch beim Ausfall
kritischer Teilkomponenten seiner Schaltung
die Funktion aufrechterhalt. Damit gewahr-
leistet er den unterbrechungsfreien Weiter-
betrieb der gesamten Elektronik und elek-
trisch betriebener Sicherheitssysteme.

Die Arbeiten der deutschen RESIST-Partner
wurden vom Bundesministerium fir Bildung
und Forschung im Rahmen der europai-
schen Initiative EUREKA-CATRENE mit rund
5 Mio € gefordert.

Beispiel fir einen Chipaufbau. © MEV Verlag

»RESIST-Frihwarnsystem«:
Monitoring-Sensor zur Funktions-
Uberwachung einer Schaltung.

© Fraunhofer IIS / EAS

Uber das Projekt:

Zum RESIST-Projektteam gehdrten,
neben dem Fraunhofer IS / EAS, Air-
bus Innovations, die Infineon Techno-
logies AG, die MunEDA GmbH, die
Nexperia Germany GmbH, die Ro-
bert Bosch GmbH und die Volkswa-
gen AG. Als Hochschulpartner waren
die Hochschule Reutlingen, die Tech-
nische Universitat Miinchen und die
Universitat Bremen beteiligt.

M Kontakt:

Sandra Kundel

Telefon +49 351 4640-809
sandra.kundel@eas.iis.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Integrierte
Schaltungen IS, Institutsteil Entwick-
lung Adaptiver Systeme EAS
ZeunerstraBe 38

01069 Dresden
www.eas.iis.fraunhofer.de



Beispiel fir Sensortechnologie.
© MEV Verlag

Uber das Projekt:

REWO-SORT ist ein Gemeinschaftspro-
jekt des Fraunhofer IIS, der Luled
University of Technology in Schweden,
dem Unternehmen Secopta sowie der
University of Chile. Das Arbeitspaket
der deutschen Partner Secopta und
Fraunhofer IIS wird vom Bundesmi-
nisterium fiir Bildung und Forschung
flr drei Jahre mit einem Volumen von
rund 520 000 EUR gefordert.

B Kontakt:

Thomas Kestler

Telefon +49 911 58061-7611
thomas.kestler@iis.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Integrierte
Schaltungen IS,

Entwicklungszentrum Rontgentechnik EZRT
FlugplatzstraBe 75

90768 Fiirth

www.iis.fraunhofer.de

Aus den Instituten

Rohstoffe im Bergbau effizienter férdern
mit kanstlicher Intelligenz

Furth, Luled, Berlin, Santiago de Chile: Zahlreiche Erz-Lagerstatten weisen
immer geringere Konzentrationen an abbaubarem Wertmaterial auf.

Um an die versteckten Minerale zu gelangen, setzt die Bergbauindustrie
aufwendige Verfahren ein, die groBe Mengen an Energie und Wasser ver-
brauchen. Gemeinsam mit drei Partnern nutzt das Fraunhofer IIS klnstliche
Intelligenz und Sensorfusion, um die Konzentration der Wertminerale im
Prozess moglichst friih zu erkennen und damit Ressourcen zu schonen.

Ziel des Forschungsprojekts »REWO-SORT«
ist die Bewertung der technischen Mach-
barkeit und Entwicklung einer verbesserten
Sortiertechnologie fur Rohstoffe, bei der
optische und réntgenbasierte Technologien
zu einem multimodalen Sensor fusioniert
werden. Dabei wird die Robustheit der
Methode unter variablen geologischen Be-
dingungen, also beispielsweise unterschied-
lichen Zusammensetzungen des Gesteins,
untersucht.

Ressourcen schonen durch Sensorfusion

Indem das Material mit geringem Wert schon
in einer friihen Phase des Prozesses abge-
trennt wird, steigert sich nicht nur die Effizi-
enz in der Aufbereitung. Auch der Ver-
brauch von Wasser und Energie soll in den
Folgeschritten reduziert werden. Die zu ent-
wickelnde Fusion der Sensortechnologien
soll eine genaue Uberwachung der Minera-
logie des abgebauten Gesteins bieten. Das
Besondere: Die geologischen, mineralogi-
schen, gesteinsmechanischen und metallur-
gischen Eigenschaften des Erzes werden
direkt ermittelt. Das heiBt: wahrend sich
das Gesteinsmaterial Uber ein Forderband
bewegt. Diese Daten werden dann in ein

geologisches 3D-Modell gespeist, um die
weitere Minenplanung zu erleichtern.

Technologien ergénzen sich

Die Kombination von laserinduzierter Plas-
maspektroskopie (LIBS) und Multienergie-
Roéntgenbildgebung (ME-XRT) ist besonders
erfolgsversprechend, da sich die Technolo-
gien bezuglich ihrer analytischen Leistungs-
fahigkeit sehr gut erganzen: LIBS ist in der
Lage eine Analyse der chemischen Zusam-
mensetzung der Oberflache zu liefern,
ME-XRT hingegen ermittelt elementare
Informationen des gesamten Objektvolu-
mens. »Die technologische Zusammenfiih-
rung dieser beiden Sensortechnologien soll
die Extrapolation der prazisen Oberflachen-
information auf das gesamte Volumen er-
moglichen. So kénnen reprasentative Werte
flr das gesamte Erz ermittelt werden. Die
Anpassung an variierende Erztypen und
geologische Parameter soll unter Zuhilfe-
nahme von Kunstlicher Intelligenz erfol-
gen, erklart Dr. Markus Firsching, Projekt-
leiter am Fraunhofer-Institut fir Integrierte
Schaltungen IIS.

Gewinnung von Bodenschétzen im Bergbau.
© MEV Verlag




Aus den Instituten

Elektrische Anschlusstechnik als
intelligente Diagnoseschnittstelle

Ob im Automobil — gerade in Hinblick auf das autonome Fahren — oder in
der Produktion von morgen: Steckverbinder und elektrische Anschluss-
technologien spielen eine zentrale Rolle fur die digitale Vernetzung. For-
schende der Fraunhofer EMFT arbeiten an einem intelligenten Stecker mit
integrierter Sensorik. Dieser erfasst verschiedenste Parameter wie Energie-
verbrauch, fehlerhafte Zustande oder Temperatur.

Elektrische Anschlusstechnologien sind die
Hauptschnittstelle zwischen Maschinen,
Steuerungen und Datenverarbeitungsanlagen,
sie bilden somit die Grundlage fur Funktio-
nalitat, einfache Handhabung und Zuverlas-
sigkeit in der Automatisierungstechnik.

Forschende der Fraunhofer-Einrichtung fur
Mikrosysteme und Festkorper-Technologien
EMFT in Oberpfaffenhofen arbeiten an einer
neuen Generation aktiver, »intelligenter«
Steckverbinder: Ziel ist es, miniaturisierte
Sensorsysteme in die Stecker zu integrieren.
Damit lasst sich die Verbindungsqualitat
Uberwachen. Zuklnftig sollen die kleinen
elektronischen Helfer eine Art Condition
Monitoring fr die angeschlossenen Geréate
Ubernehmen und beispielsweise den Energie-
verbrauch erfassen. Die Daten werden dann
direkt im Stecker ausgewertet und drahtlos
an ein mobiles Endgerat Ubertragen.

Hohe Anforderung an die
Miniaturisierung

Weil die zu messenden Effekte sehr klein
sind und oft nur in unmittelbarer Umge-
bung des elektrischen Kontaktes unverfalscht
auftreten, ist ein hoher Miniaturisierungs-
grad der verwendeten Sensor-, Aufbau-

und Verbindungstechnologien entschei-
dend. Gleichzeitig mussen Qualitdt und
Lebensdauer erhalten bleiben. Zudem muss
die Steckverbindung bei sicherheitssensiblen
Anwendungen wie dem autonomen Fahren
auch unter rauen Umgebungsbedingungen
wie etwa Vibrationen und auch Schmutz
absolut zuverlassig funktionieren.

Bei der Miniaturisierung und der Integration
setzen die Forscherinnen und Forscher auf
Losungen aus dem Technologie-Portfolio
der Fraunhofer EMFT, wie beispielsweise
der Folientechnologie, die das Einbetten
von Halbleitern und Sensoren in extrem
enge Spalten und kleine Volumina erlaubt.

Effizienter und sicherer Betrieb

Die Integration dieser Funktionen in die
Verbindungstechnik liefert aktuelle Parame-
ter zur Qualitatsmessung; damit wird die
schleichende Degradation von Steckverbin-
dern messbar. Das wiederum ermdglicht die
frihzeitige Vorhersage kritischer Zustéande
von Steckverbindern.

Insgesamt erleichtert sich damit die Installa-
tion und der zuverlassige Betrieb von Anla-
gen — im Automobil und in der Produktion.

Hochauflésende Warmebildanalysen
von Einpressverbindungen.
© Fraunhofer EMFT / Bernd Mdiller

B Kontakt:

Dr. Frank Ansorge

Telefon +49 8153 9097-525
frank.ansorge@emft.fraunhofer.de
Fraunhofer-Einrichtung fiir Mikrosysteme
und Festkérper-Technologien EMFT
Argelsrieder Feld 6

82234 WeBling
www.emft.fraunhofer.de

B-Crimp fir automobile Anwen-
dungen.
© Fraunhofer EMFT / Bernd Mdiller



Das Mess- und Beratungssystem
zur Demenztherapie des Fraunhofer
IZM steigert die Lebensqualitdt von
Patienten und Angehdrigen.

© MEV Verlag

Uber das Projekt:

Neben dem Fraunhofer IZM sind fol-
gende Projektpartner am PYRAMID-
Projekt beteiligt: ® ClinPath GmbH
(Koordinator) e Charité Universitats-
medizin Berlin @ Otto-von-Guericke-
Universitat Magdeburg e Johner In-
stitut GmbH e Pilotfish GmbH e Bin-
der GmbH.

Das Projekt wird vom Bundesministe-
rium fiir Bildung und Forschung ge-
fordert.

Aus den Instituten

Armband fiur die individuelle Demenz-

therapie

Allein in Deutschland leiden fast 1,6 Mio Patienten an Demenz — und die
Zahl der Neuerkrankungen steigt. Die fir eine fachgerechte Betreuung
unerlasslichen Gesundheits- und Pflegeparameter werden bisher oft nicht
schnell und strukturiert genug erfasst. Daher arbeitet das Fraunhofer [ZM
mit Partnern aus Industrie und Forschung an einem Armband, das diese
Daten automatisch misst und verarbeitet.

Das miniaturisierte, modular erweiterbare
Mess- und Beratungssystem wird bis Marz
2019 im Rahmen des PYRAMID-Projekts
entwickelt und soll maBgeblich dazu beitra-
gen, die Lebensqualitat von Demenzkran-
ken und deren Angehdrigen zu steigern.

Alle Daten im Blick

Das System erfasst automatisiert Vitalpara-
meter wie Herzfrequenz, Kérpertemperatur
oder Hautwiderstand, aber auch duBere Fak-
toren wie Raumtemperatur, Helligkeit und

Beispielansicht eines form-angepassten Elektronik-
layouts im Armband. © Fraunhofer IZM / Volker Mai

Lautstarke. In die Analysen werden zudem
Bewegungsmuster und Metadaten des
Patienten einbezogen. Anhand dieser Daten
kann das System eigensténdig Notsituationen
wie Stirze erkennen, aber auch tagesaktuell
geeignete Therapiemdglichkeiten ermitteln
oder langfristige Verschlechterungen des
Krankheitsverlaufs prognostizieren.

Die Informationen werden den Behand-
lungs- und Pflegebeteiligten per Bluetooth
bereitgestellt. Die Patienten kénnen da-
durch weitestgehend selbstbestimmt in
ihrer vertrauten Umgebung weiterleben,
die Angehdrigen werden entlastet und
TherapiemaBnahmen individuell optimiert.

Komplexes System auf kleinstem Raum

Neben der Mess- und Ubertragungselektro-
nik werden eine USB-Schnittstelle sowie
eine NFC-Antenne zum automatischen Tur-
offnen in das akkubetriebene System integ-
riert. Das Fraunhofer-Institut flr Zuverlassig-
keit und Mikrointegration 1ZM ist fur die
Umsetzung der Hardware, die Auswahl der
Messkomponenten und die Mikrointegration
der Sensorik verantwortlich. Konzept- und
Designstudien wurden bereits abgeschlos-
sen; nun wird ein Demonstrator entwickelt.
Nach ersten erfolgreichen Probandentests
mit Entwurfsdemonstratoren sind noch fir
dieses Jahr weitere Versuche geplant.

W Kontakt:

Erik Jung

Telefon +49 30 46403-230
erik.jung@izm.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Zuverldssigkeit und
Mikrointegration IZM

Gustav-Meyer-Allee 25

13355 Berlin

www.izm.fraunhofer.de



Rasenroboter: Mehr
Sicherheit fur Kinder

Die zunehmende Digitalisierung und Auto-
matisierung findet nicht nur in der Indust-
rie, sondern auch im Alltag statt. Bereits
heute werden Tatigkeiten wie Staubsaugen
oder Rasenmahen teilweise von Robotern
Ubernommen. Im Sinne eines minimierten
Schadenspotentials missen diese Gerate ihr
Arbeitsumfeld genau im Auge behalten. Ein
Versuch der Stiftung Warentest zeigt je-
doch, dass viele M&hroboter bei krabbeln-
den Kindern nicht rechtzeitig stoppen — vor
einer simulierten Kinderhand macht sogar
keines der getesteten Gerate Halt.

Mithilfe eines LIDAR-basierten Sensorsys-
tems des Fraunhofer IMS in Duisburg schal-

Sensorsystem fur die
Abwasseruberwachung

Im Rahmen des Projekts »microMole« ar-
beitet das Fraunhofer IZM an einem System
zur umfassenden Uberwachung von Ab-
wassersystemen.

Das System misst eigenstandig Umweltpa-
rameter wie pH-Wert, Leitfahigkeit und
Temperatur. Die verschiedenen Funktionen
von der Sensorik bis zum Energiespeicher
sind auf einzelne individuell kombinierbare
Module verteilt. Diese sind auf einem Stahl-
ring angebracht, der auBerdem der mecha-
nischen Fixierung im Kanal dient. Funk-
module erlauben dabei die Funkkommuni-
kation zwischen mehreren Ringen im
Abwasserrohr.

Fur den energieautarken und wartungsfreien
Betrieb des Systems wird gemeinsam mit

Kurz berichtet

ten die Roboter sich ab, wenn sie Kinder in
der Umgebung wahrnehmen und gelangen
so gar nicht erst in deren Nahe. Die Senso-
ren erstellen in Echtzeit dreidimensionale
Abbilder der Umgebung und unterscheiden
mittels modernster Bildverarbeitung zwi-
schen Menschen und anderen Objekten.

Neben der Entwicklung der Photodioden
zur Umwandlung des einfallenden Lichts in
elektrisch verwertbare Signale wird an Me-
thoden zur Reduktion des stérenden Ein-
flusses von Sonnenlicht geforscht. Die ers-
ten Systeme werden Ende 2019 in Serie
gehen.

dem Fraunhofer IIS ein thermoelektrischer
Energie-Harvester entwickelt. Optimierte
Schaltungen und ein Sampling-Algorithmus,
der einzelne Sensorfunktionen nur unter
zuvor festgelegten Bedingungen aktiviert,
minimieren den Energieverbrauch. Speziell
entwickelte Gehaduse schiitzen die Sensorik
vor durchflieBendem Abwasser, ohne den
fir die Messungen notwendigen Kontakt
einzuschrénken; Verstopfungen sind dabei
weitestgehend ausgeschlossen. Die Funktio-
nalitat des Sensorsystems hat sich bereits in
ersten Labor- und Feldtests bewahrt. Nun
gilt es, die einzelnen Bestandteile weiter zu
optimieren.

Das microMole-Projekt wird von der Euro-
paischen Union im Rahmen des »Horizont
2020«-Programms gefordert.

T 1%

LIDAR Owl! — die Time of Flight-
Kamera, die bei Mahrobotern
zum Einsatz kommen kénnte.
© Fraunhofer IMS

B Kontakt:

Benjamin Strahlen

Telefon +49 203 3783-212
benjamin.strahlen@ims.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Mikroelektro-
nische Schaltungen und Systeme IMS
FinkenstraBe 61

47057 Duisburg
www.ims.fraunhofer.de

B Kontakt:

Eric Leverenz

Telefon +49 30 46403-685
eric.leverenz@izm.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Zuverldssigkeit
und Mikrointegration 1ZM
Gustav-Meyer-Allee 25

13355 Berlin

www.izm.fraunhofer.de

Durch den modularen Aufbau
kann das Sensorsystem individuellen
Bedlirfnissen angepasst werden.

© Fraunhofer IZM / Volker Mai




DCB-Embedding-Technologie ein-
gebetteten Wide-Bandgap-Bau-
elements. © Fraunhofer lISB

B Kontakt:

Christoph F. Bayer

Telefon +49 9131 761-215
christoph.bayer@iish.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fiir Integrierte Systeme
und Bauelementetechnologie 1SB
SchottkystraBe 10

91058 Erlangen
www.iish.fraunhofer.de

M Kontakt:

Prof. Thomas Hoche

Telefon +49 345 5589-197
thomas.hoeche@imws.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Mikrostruktur
von Werkstoffen und Systemen IMWS
Walter-Hlse-StraBe 1

06120 Halle
www.imws.fraunhofer.de

Prof. Thomas Hoche, Michael Krause
und Georg Schusser (v.I.) haben das
Probenpraparationsgerat microPREP
gemeinsam mit der 3D Micromac

AG entwickelt. © Fraunhofer IMWS
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Kurz berichtet

Keramik-Einbettung fur
die Leistungselektronik
der Zukunft

Der Trend zur Miniaturisierung und dreidi-
mensionalen Integration fuhrt Leistungs-
bauelemente an ihre Grenzen, insbesondere
im Hinblick auf Temperaturbestandigkeit
und hohe Schaltgeschwindigkeiten bei
gleichzeitig langer Lebensdauer. Die An-
wendbarkeit von etablierten Aufbaukon-
zepten auf der Basis von PCBs (Printed
Circuit Boards) und LTCC (Low Temperature
Cofired Ceramic) ist hier limitiert. Abhilfe
schafft ein neuartiges Aufbaukonzept, das
auf der Einbettung der Bauelemente in
einen keramischen Schaltungstrager beruht.

Bei dieser als DCB Embedding (Direct Copper
Bonded) bezeichneten Technologie werden
die Leistungshalbleiter mit Hilfe einer geeig-
neten Aufbau- und Verbindungstechnik in
speziell vorbereitete DCB-Substrate einge-
bracht und dann mit einem Vergussmaterial
umschlossen. Dabei erfolgt die Vorbereitung
des DCB-Substrats mittels Laserstrukturierung.

Probenpraparation mit
microPREP

Fur eine beschleunigte Materialentwicklung
und zuverlassige Qualitatskontrolle setzt die
Industrie immer haufiger auf Verfahren der
Mikrostrukturdiagnostik. Die erforderlichen
Praparationsprozesse sind bislang jedoch
meist unflexibel, langsam und teuer. Mit
der microPREP-Technologie des Fraunhofer
IMWS und der Micromac AG werden diese
Arbeitsschritte erheblich beschleunigt und
reproduzierbar gemacht.

Die hohen Kupferschichtdicken ermdglichen
eine hohe Strombelastbarkeit. Als Isolations-
material konnen verschiedene keramische
Werkstoffe eingesetzt werden. Die Auswahl
des geeigneten Materials erfolgt mit dem
Blick auf die Optimierung von Hochtempe-
raturbestandigkeit, Warmemanagement
und mechanische Eigenschaften. Die elek-
trischen Verbindungen werden durch inte-
grierte Vias (Durchkontaktierungen) erstellt.
Der Einsatz zusatzlicher Vias ermdglicht die
Herstellung von Mehrschicht-DCB-Stapeln,
welche besonders fur niederinduktive An-
wendungen von Vorteil sind. Die Entwick-
lung der DCB-Embedding-Technologie wird
in den kommenden Jahren am Fraunhofer
[ISB weiterhin intensiv verfolgt werden, um
das volle Potenzial der Wide-Bandgap-Bau-
elemente fur die Nutzung in leistungselekt-
ronischen Anwendungen ausschépfen zu
kénnen.

Das mit dem TUV SUD Innovationspreis
2018 pramierte System zeichnet sich durch
hohe Prozessstabilitat und eine intuitive Be-
nutzeroberflache aus. Die eingesetzte Ultra-
kurzpuls-Lasertechnologie erméglicht eine
athermische Bearbeitung der Proben: Mit
Pulslangen im Pikosekundenbereich werden
diese in geeignete Form gebracht und
dabei kaum erhitzt. Das modulare System
eignet sich somit fur die Bearbeitung von
Halbleitern, Metallen, Keramiken, Glasern
und Verbundmaterialien und wird bereits
flr weitere Praparationsworkflows weiter-
entwickelt.




Erster russischsprachiger
Smart Speaker

Erlangen/Moskau — Yandex, als Betreiber
einer marktfihrenden russischen Suchma-
schine sowie Entwickler intelligenter Pro-
dukte und Dienstleistungen fur maschinel-
les Lernen, hat die upHear® Voice Quality
Enhancement-Technologie von Fraunhofer
in den ersten intelligenten Lautsprecher des
Unternehmens integriert. Damit kann das
Gerat Sprachbefehle prazise horen, ganz
egal wo im Raum sie gegeben wurden.

Die upHear® Voice Quality Enhancement
(VQE)-Technologie von Fraunhofer reduziert
dabei die Hintergrundgerausche und akusti-
schen Echos und stellt sicher, dass der neue
Smart Speaker von Yandex und die einge-
bettete intelligente Assistentin Alice verbale
Befehle verstehen, selbst wenn der Spre-
cher gleichzeitig Musik streamt. Fraunhofer

Grundstein fur
Forschungsneubau

Das Fraunhofer IIS / EAS hat am 1. Juni
2018 mit einer Grundsteinlegung den Bau-
start flr ein neues Institutsgebaude gefeiert.
Im Beisein der Sachsischen Staatsministerin
Dr. Eva-Maria Stange, des Parlamentarischen
Staatssekretars im Bundesforschungsmini-
sterium Thomas Rachel, MdB, sowie des
Fraunhofer-Prasidenten Prof. Reimund Neu-
gebauer begannen damit die Arbeiten am
Neubau. Mit den Investitionen von rund

25 Mio € erhalt die Forschung an komple-
xen elektronischen Systemen, intelligenter
Sensorik und Automatisierungsldsungen
mehr Raum in Dresden.

| ZZ Fraunhofer
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steuerte der Technologie eine wegbereiten-
de Softwarelésung bei, die der »Yandex.lO«
Mikrofon-Array-Technologie fur Fernfeld-
Sprachaufnahme ein aufgearbeitetes Au-
diosignal liefert. Damit erhalten der Key-
word-Spotter und der Spracherkenner von
Yandex ein sauberes Sprachsignal.

Die Yandex Kl-Assistentin Alice versteht
russischsprachige Befehle mit nahezu
menschlicher Genauigkeit und liefert kon-
textrelevante Antworten mit Hilfe der
Suchmaschine und verschiedener Dienste
von Yandex. Alice, die schon seit einiger
Zeit die iOS- und Android-Apps von Yandex
unterstUtzt, ist die erste virtuelle Assistentin
speziell fur die BedUrfnisse russischsprachi-
ger Benutzer.

Mit den neuen Rdumen verbessern sich die
Rahmenbedingungen fir die Forschungsar-
beiten deutlich. Vor allem die zahlreichen
Flachen fur Experimentierhallen, Elektronik-
labore und Messraume werden den For-
schenden ideale Bedingungen fur neue Ent-
wicklungen bieten.

Bezugsfertig sollen die zuklnftigen Arbeits-
platze auf einer Gesamtflache von rund

4 300 m?2 voraussichtlich im Jahr 2020 sein.
DarUber hinaus bietet das Grundstlck gute
Perspektiven auch fur kinftiges Wachstum,
eventuelle Erweiterungsbauten und neue
Arbeitsplatze.
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1 Grundsteinlegung
Meubau dos Institutsgebiudes

Intelligente Lautsprecher mit
Fraunhofer-Technologie. © Yandex

B Kontakt:

Matthias Rose

Telefon +49 9131 776-6175
matthias.rose@iis.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Integrierte
Schaltungen 1S

Am Wolfsmantel 33

91058 Erlangen
www.iis.fraunhofer.de

B Kontakt:

Sandra Kundel

Telefon +49 351 4640-809
sandra.kundel@eas.iis.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Integrierte
Schaltungen IIS, Institutsteil Entwick-
lung Adaptiver Systeme EAS
ZeunerstraBe 38

01069 Dresden
www.eas.iis.fraunhofer.de

Architekt Thomas Heinle, Dr. Peter
Schneider, Leiter Fraunhofer IIS / EAS,
Thomas Rachel, Dr. Eva-Maria Stange,
Prof. Reimund Neugebauer, Prof.
Albert Heuberger, Institutsleiter
Fraunhofer IIS (v.I.n.r.).

© Fraunhofer IIS / EAS, Oliver Killig
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Intensivere Zusammenarbeit soll die
Halbleiterindustrie in Europa starken.
© MEV Verlag

M Kontakt:

Prof. Patrick Bressler

Telefon +49 30 688 3759-6100
patrick.bressler@
mikroelektronik.fraunhofer.de
Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik
Anna-Louisa-Karsch-StraBe 2
10178 Berlin
www.mikroelektronik.fraunhofer.de

I Kontakt

Martin Wegele

Telefon +49 30 688 3759-1608
martin.wegele@zv.fraunhofer.de
Fraunhofer-Gesellschaft e. V.
Anna-Louisa-Karsch-StraBe 2
10178 Berlin
www.fraunhofer.de

© Fraunhofer-Gesellschaft
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Technologiestandort
Europa durch Kooperation
starken

Die »Electronics Leaders Group«, der auch
der Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik an-
gehort, legte im Juni 2018 ihren Bericht
zum Ausbau des Technologiestandortes Eu-
ropa an Mariya Gabriel, EU-Kommissarin fur
digitale Wirtschaft und Gesellschaft, vor.

Der Bericht setzt einen Fokus auf die digita-
le Transformation und Kunstliche Intelligenz
und empfiehlt, durch nationale und europa-
ische Partnerschaften die Wertschépfungs-
ketten in Europa fur sichere und energie-
effiziente Technologien aufzubauen und

zu sichern.

Der Link zum Bericht:
www.mikroelektronik.fraunhofer.de/EU_Report

»#Zukunftsarbeit« — ent-
decken Sie die Arbeits-
welt von morgen!

Wie koénnte die Arbeit in Zukunft aussehen?
Die Fraunhofer-Gesellschaft geht dieser Frage
zum aktuellen Wissenschaftsjahr mit einem
interaktiven Erlebnis nach. Fraunhofer-Tech-
nologien aus »Produktion« und »Gesund-
heit« erwecken Arbeitswelten der Zukunft
in der Fraunhofer-Erlebniswelt »#Zukunfts-
arbeit« zum Leben. Eine begleitende Veran-
staltungsreihe bietet viele Méglichkeiten,
mitzudiskutieren.

Wann?: 8. bis 12. Oktober 2018
Wo?: Fraunhofer-Forum Berlin

Anmeldung und weitere Informationen
Uber www.fraunhofer.de/zukunftsarbeit
mit Registrierungscode: ZXCXXTAHNK

Kooperation starkt euro-
paische Mikroelektronik-
Forschung

Im Rahmen des 6. Deutsch-Franzdsischen
Forschungsforums Mitte Juni haben das
franzésische Forschungsinstitut Leti und der
Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik eine
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.
Das Abkommen dient dazu, zentrale
SchlUsseltechnologien im Bereich Mikro-
elektronik gemeinsam zu starken. Hierzu
zahlen Silizium-basierte Technologien fir
die nachsten Generationen von CMOS-Pro-
zessen und -Bauelementen, einschlieBlich
Design, Simulation, Prozess- und Material-
entwicklung, deren Produktionstechnologien,
erweiterte More-than-Moore-Technologien
fur Sensorik- und Kommunikationsanwen-
dungen sowie fortschrittliche Aufbau- und
Packaging-Technologien. Zusatzlich wird
das Abkommen durch bilaterale Treffen und
weitere Kooperationen auf europdischer
Ebene unterstltzt. Die Zusammenarbeit ist
zundchst bis Ende 2022 vereinbart.

Staatssekretar im Bundesministerium fur Bildung
und Forschung Dr. Georg Schiitte, Vorsitzender
des Fraunhofer-Vlerbunds Mikroelektronik Prof.
Dr. Hubert Lakner, Deputy Director CEA Techno-
logy Jean-Frédéric Clerc, Generaldirektor im
franzésischen Ministerium fir Hochschulen,
Forschung und Innovation Alain Beretz (v.l.n.r.).
© BMBF / Reiner Zensen

M Kontakt

Prof. Patrick Bressler

Telefon +49 30 688 3759-6100
patrick.bressler@mikroelektronik.fraunhofer.de
Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik
Anna-Louisa-Karsch-StraBe 2

10178 Berlin
www.mikroelektronik.fraunhofer.de
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Intelligentes Glas schitzt
vor Einbrichen

IOT Foresight — Die kolla- .
borative Trend-Plattform

Die kontinuierliche Identifikation und Be- Fensterscheiben von Juweliergeschaften,

wertung relevanter Trends im loT-Umfeld ist ~ Galerien oder Banken sind alarmgeschiitzt

essenziell fur das Erkennen strategischer und mit Sicherheitsglas ausgestattet. Der Herkémmliches Sicherheitsglas muss
Optionen und Entwicklungspotenziale im Nachteil: Die Scheibe, beziehungsweise ein erst brechen, damit der Alarm aus-
dynamischen Markt. Die kollaborative Trend-  Teil der Scheibe, muss erst brechen, damit gelést wird. © Fraunhofer INT
Plattform »IOT Foresight« der Fraunhofer SCS  der Alarm auslést. Eine neuartige Alarman-

soll dabei helfen, Innovationsmeldungen zu lage von Forschenden der Fraunhofer-Insti-

Technologie-, Anwendungs- und Markt- tute INT und IPMS hingegen erkennt bereits

trends rund um das Thema loT zu identi- die versuchte Manipulation am Fenster.

fizieren, zu priorisieren und auszuwerten.
Die verdichteten Informationen werden von Das System registriert sowohl Temperatur-

Fraunhofer-Forschenden sowie einer exter- anderungen als auch Erschitterungen am

nen Crowd bewertet und validiert. Glas in Echtzeit — Einbrecher haben somit I Kontakt:
keine Chance. Bereits ein leichter Schlag Moritz Fleischer
gegen das Sicherheitsglas oder die Manipu- Telefon +49 351 8823-249
lation durch eine Flamme reichen aus, um moritz.fleischer@ipms.fraunhofer.de
den Alarm auszulésen. Durch die Gewalt- Fraunhofer-Institut fiir Photonische
einwirkung andern sich die mechanischen Mikrosysteme IPMS
Eigenschaften der Scheibe, was das neue Maria-Reiche-StraBe 2
System erfasst. Der Einbruchschutz liegt 01109 Dresden
nun als Demonstrator vor. www.ipms.fraunhofer.de

Volumetrisches Studio in
Babelsberg eréffnet

Die Fraunhofer SCS bietet Interessenten die Még-  Am 11. Juni 2018 fiel der Startschuss fur

lichkeit, als Kooperationspartner das Trendmoni-  das volumetrische Studio in Potsdam-Ba-
toring mit zu entwickeln und so frihzeitig von belsberg. Die Schauspielerin Emilia Schile
konkreten Forschungsergebnissen fir ihre jewei- (Kudamm 59, Traumfabrik) wurde als erste
lige Branche zu profitieren. © Fraunhofer IIS im Studio aufgenommen. Die im Studio ins-

tallierte Technologie »3D Human Body Re-
H Kontakt construction« des Fraunhofer HHI erzeugt M Kontakt:
Monika Méger aus realen Personen eine hologrammartige Anne Rommel
Telefon +49 911 58061-9519 Darstellung. Die Aufnahmen kénnen in Telefon +49 30 31002-353
monika.moeger@scs.fraunhofer.de reale und virtuelle Welten integriert werden anne.rommel@hhi.fraunhofer.de
Fraunhofer-Arbeitsgruppe fir und die Zuschauer haben dabei die Még- Fraunhofer-Institut fiir Nachrichtentechnik,
Supply Chain Services SCS lichkeit, die Person aus verschiedenen Blick- Heinrich-Hertz-Institut, HHI
Nordostpark 93 winkeln zu betrachten. Erstmalig in Europa Einsteinufer 37
90411 Niirnberg kann die neue Technik auch fur professionel- 10587 Berlin
www.scs.fraunhofer.de le Auftragsproduktionen eingesetzt werden. www.hhi.fraunhofer.de

Eréffnung des volumetri-
schen Studios in Babels-
berg. © Stefan Kny




Li-Fi kann das dicht belegte Wi-Fi-
Spektrum entlasten und eine un-
terbrechungsfreie, mobile Ubertra-
gung fir das industrielle loT
realisieren. © MEV Verlag

HEK HEILE

Splitter

Li-Fi erstmals fur das
industrielle Internet der
Dinge getestet

Mit einer Abschlussprasentation im BMW-
Werk Munchen wurde das BMBF-geforderte
Projekt »OWICELLS« erfolgreich abgeschlos-
sen. Dabei wurde durch Technik des Fraun-
hofer HHI eine Li-Fi Kommunikation zu
einem mobilen Roboter in einer 5x5 m?2
Fertigungszelle demonstriert. Der Roboter
hat dabei produktionsubliche Vorgange wie
Schweif3en oder Legen durchgefihrt. Die
robuste, optische Drahtlostbertragung be-
ruht auf raumlicher Diversitat, das heifBt,
Daten werden von mehreren LEDs und
mehreren Photodioden gleichzeitig gesen-
det und empfangen. Das System kann
dabei Daten mit mehr als 100 Mbit/s und
5 ms Latenz Ubertragen.

M Kontakt (beide Artikel):

Anne Rommel

Telefon +49 30 31002-353
anne.rommel@hhi.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Nachrichtentechnik,
Heinrich-Hertz-Institut, HHI

Einsteinufer 37

10587 Berlin

www.hhi.fraunhofer.de

TANKEN

Manuel Seckel, Evelyn Wegner und Thomas Loher
(v.r.n.l.) mit ihren Forschungspartnern von Wirth

Elektronik und den Urkunden des IHK-Forschungs-
transferpreises. © Thomas Frank / Fotostudio M42

Vernetzung des Bauwe-
sens mit DigitalTWIN
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Im Projekt DigitalTWIN werden die Dienste in der Wert-
schépfungskette des Bauwesens vernetzt. © se commerce

werkzeuge

Boyteil / Technik

Im Bauwesen erschweren wechselnde Zu-
standigkeiten und Partner sowie internatio-
nal variierende Standards die Planung, Ferti-
gung und Abstimmung. Daher arbeitet das
Fraunhofer HHI mit Partnern aus Industrie
und Forschung an einer offenen Plattform
fur sichere und flexible Kommunikation und
Administration. Im Vordergrund des For-
schungsprojekts »DigitalTWIN — Digital
Tools and Workflow Integration for Building
Lifecycles« stehen die automatisierte Ver-
knupfung von Prozessen sowie der Einsatz
zukunftsweisender Technologien.

Das Projekt wird vom Bundesministerium fur
Wirtschaft und Energie gefordert.

Dr. Thomas Loher vom Fraunhofer [ZM wurde
mit seinem Team fur das Projekt »TWINflex-
Stretch« mit dem IHK-Forschungstransfer-
preis ausgezeichnet. Ziel war es, eine flexible
elektronische Leiterplatte zu entwickeln und
in Serie produzieren zu kénnen. Das Projekt
wurde in Kooperation mit der Warth Elek-
tronik GmbH & Co. KG durchgefihrt.

IHK-Forschungstransfer-
preis fur flexible Leiter-
platte

Das Fraunhofer IZM war dabei fur die Tech-
nik zustandig. Verwendung findet die Leiter-
platte unter anderem bei der Integration von
Elektronik in Textilien oder in der Medizin-
technik. Als Brustkorb-Messgurtel fur Saug-
linge ist die flexible Leiterplatte bereits auf
dem Markt.

W Kontakt:

Georg Weigelt

Telefon +49 30 46403-279
georg.weigelt@izm.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Zuverldssigkeit und
Mikrointegration 1ZM

Gustav-Meyer-Allee 25

13355 Berlin

www.izm.fraunhofer.de
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Nachruf

Am 24. Juni 2018 verstarb plétzlich und unerwartet im Alter von 60 Jahren
der Leiter des Fraunhofer-Instituts fir Integrierte Systeme und Bauelemente-
technologie 1ISB

Prof. Dr. Lothar Frey.

Prof. Frey war in Personalunion Inhaber des Lehrstuhls fur Elektronische Bauelemente der
Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg und Leiter des Fraunhofer lISB. Mit
visiondrem Wirken hat er das Fraunhofer lISB auf das Zukunftsthema Leistungselektronik
fokussiert. Sein Name ist untrennbar mit dem starken und nachhaltigen Wachstum des
Instituts verbunden. Sein kollegialer und kooperativer Fihrungsstil waren pragend fir das
hervorragende Arbeitsklima.

Prof. Frey war Motivator, Impulsgeber und Mentor fur die persdnliche und fachliche Ent-
wicklung vieler Studenten, Nachwuchswissenschaftler und Mitarbeiter. Mit auBBerordent-
lichem Engagement initiierte und forderte er strategische Kooperationen mit den verschie-
densten Partnern aus Industrie, Wissenschaft und Politik. Er ist einer der Grindungsvater
des Leistungszentrums Elektroniksysteme LZE. National initiierte er wichtige Foren fiir die
Nachwuchsférderung.

Lothar Frey wurde 1958 in Wiirzburg geboren. Er studierte Physik an der Julius-Maximili-
ans-Universitat Wirzburg. 1986 promovierte er dort an der Fakultat fr Naturwissen-
schaften. Drei Jahre spater wechselte er nach Erlangen, wo er als Leiter der Gruppe
Analytik und Messtechnik der Fraunhofer-Arbeitsgruppe AIS-B seinen Werdegang in der
Fraunhofer-Gesellschaft begann. 2004 habilitierte er an der Friedrich-Alexander-Universitat
Erlangen-Nurnberg (FAU). Zwei Jahre spater wurde er auf den Lehrstuhl fur Experimentelle
Physik der Technischen Universitat Bergakademie Freiberg berufen. 2008 kehrte Prof. Frey
nach Erlangen zurtick und wurde Inhaber des Lehrstuhls fur Elektronische Bauelemente
der FAU und Leiter des Fraunhofer IISB.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, insbesondere bei seiner Frau und seinen beiden
Tochtern.

Prof. Martin Marz

im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Fraunhofer IISB, des Lehrstuhls fur Elektroni-
sche Bauelemente und des Lehrstuhls fur Elektrische Energietechnik der Friedrich-Alexander-
Universitat Erlangen-Nurnberg




Perspektive

Die spektralen Eigenschaften des Lichts erfassen: Dafiir entwickeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer IS
anwendungsspezifische Farb- und Multispektralsensoren in CMOS-Technologie. Eingesetzt werden die hochintegrierten Farbsen-
soren im Bereich Smart Farming, fir die Analytik von Gasen und Flissigkeiten sowie fiir die Farbregelung fur LED-Beleuchtungs-
systeme. Unser Foto zeigt einen Multispektralsensor mit 12 spektralen Kanalen. © Fraunhofer IS / Wladimir Tschekalinskij
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Der Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik — 1996 gegriindet
—bundelt die Kompetenzen von elf Fraunhofer-Instituten
(plus sechs Gastinstitute) mit ca. 3000 Mitarbeitern. Im Vor-
dergrund stehen die Vorbereitung und Koordination von in-
terdisziplindren Forschungsvorhaben, die Durchfiihrung von
Studien und die Begleitung von Strategiefindungsprozessen.
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... hat heute Dr. Ramona
Ecke vom Fraunhofer
ENAS

Frau Dr. Ecke, woran arbeiten Sie gerade?

Das sachsische Leistungszentrum »Funkti-
onsintegration fur die Mikro-/Nanoelektro-
nik« war eins der Piloten. Wir befinden uns
gerade in der Ubergangsphase zum Trans-
ferzentrum und bereiten die thematische
Profilierung der nachsten Forderperiode vor.
Ich koordiniere die fachliche Abstimmung
am Institut und zur Technischen Universitat
Chemnitz als auch zu den anderen Kernins-
tituten (Fraunhofer IPMS, IIS / EAS und IZM-
ASSID).

Welches Projekt von Kolleginnen
und Kollegen aus einem (anderen)
Fraunhofer-Institut finden Sie
besonders spannend?

Ich bin ja auch in die »Forschungsfabrik
Mikroelektronik Deutschland (FMD)« invol-
viert. Dabei erhélt man viele Einblicke auch
in die anderen Institute des Verbunds Mikro-
elektronik und die beiden beteiligten Leib-
niz-Institute IHP und FBH. Interessant dabei
ist, wie unterschiedlich wir doch organisiert
sind, von den Betreibungskonzepten der
Reinrdume Uber die Aufgaben der Forschen-
den und technischen Mitarbeiter fur die
Anlagen und Prozesse, bis zur Logistik.

Bei einer Weiterbildung im Juli habe ich aber
auch eine Kollegin vom Wilhelm-Klauditz-
Institut kennen gelernt, dem Institut far
Holzforschung. Es ist schon interessant,
was man aus Holz alles herstellen kann,
vor allem unter Betrachtung als nachwach-
sender Rohstoff.

Welche Erfindung méchten Sie im All-
tag nicht mehr missen?

Das MP3-Format. Es hat alle Berge von Kas-
setten und CDs verschwinden lassen. Und
die Suche ist auch kein Problem mehr.

Wofur hatten Sie gerne mehr Zeit?

Ich habe mir dieses Jahr ein Motorrad ge-
kauft, jetzt wo die Kinder groB sind. Zuerst
hatte ich etwas Respekt, nach 20 Jahren
wieder anzufangen. Aber am Ende ist es
doch wie Fahrradfahren — man verlernt es
nicht wirklich. Leider bleibt nur das Wochen-
ende zum Fahren, und da kénnte man auch
noch so viel anderes tun.

Das letzte Wort ...

Ein Blick in die Zukunft: Was mochten
Sie in funf oder zehn Jahren erreicht
haben?

Auch in den néachsten funf Jahren werden
sowohl das Transferzentrum als auch die
FMD zu meinen zentralen Aufgaben geho-
ren. Beides sind institutstibergreifende Pro-
jekte und ich hoffe mit meiner Arbeit dazu
beizutragen, auf diese Weise eine neue Art
der Zusammenarbeit etabliert zu haben und
dass das Bewusstsein, eine Einheit zu sein,
verinnerlicht ist. Dann wirde es mich auch
freuen, wenn unsere ATTRACT-Gruppe um
Prof. Heidemarie Schmidt, hier bin ich Men-
torin, sich thematisch und technologisch
etabliert hat und sich selbst tragt.

Welcher Song durfte auf dem »Sound-
track lhres Lebens« nicht fehlen?

Eigentlich mag ich es, wenn es still um mich
rum ist. Ich hére kaum noch bewusst Musik.
Auf meiner Playlist durfte Gary Moore mit
»Still Got the Blues« oder »Let Me Make
Something In Your Life« nicht fehlen.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?

Das Rosie-Projekt. Es geht um einen Mann,
der auf wissenschaftlich exakte Weise die
ideale Frau finden will. Dafur erstellt er
einen 16-seitigen Fragebogen. Naturlich
schafft keine Frau die 100 % und alles wird
anders als geplant.

Und zu guter Letzt. Verraten Sie uns
noch Ihr Lebensmotto?

Denke nicht so oft an das, was Dir fehlt,
sondern an das, was Du hast!

7z
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Dr. Ramona Ecke. © Fraunho‘fer ENAS

Zur Person:

Dr. Ramona Ecke studierte Werkstoff-
wissenschaften an der TU BA Freiberg
mit der Spezialisierung Anorganisch-
Nichtmetallische Werkstoffe. Anschlie-
Bend arbeitete sie als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Zentrum fir
Mikrotechnologien der TU Chemnitz
und promovierte 2006 auf dem Ge-
biet der Wolfram-basierten Diffusions-
barrieren fiir die Kupfermetallisierung.
Im Anschluss war Dr. Ecke PostDoc
im Internationalen Graduiertenkolleg
»Materialien und Konzepte fir fort-
schrittliche Metallisierungssysteme«
mit der TU Chemnitz, der Fudan Uni-
versitat und der Jiao Tong Universitat
in Shanghai, welches sie auch iber
die gesamte Laufzeit von zehn Jahren
koordinierte. 2009 wechselte sie zum
neugegriindeten Fraunhofer ENAS als
Gruppenleiterin im Bereich Prozessin-
tegration und ist seit zwei Jahren stell-
vertretende Abteilungsleiterin »Back-
End of Line«.

Dr. Ramona Ecke mit den Dokto-
randinnen Deng Junwen (I.) und

Si Wenping (r.) auf dem Huangpu
River in Shanghai. © privat

M Kontakt:
Dr. Ramona Ecke
Telefon +49 371 45001-281

= ramona.ecke@enas.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Elektronische

Nanosysteme ENAS
Technologie-Campus 3
09126 Chemnitz
www.enas.fraunhofer.de



